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1. はじめに

　電子回路基板の小型，高性能化の要求に対して部品内蔵
基板が実用化されてきている。しかし複雑な 3次元基板構
造を持つことから設計における難易度が高く，従来の表面
実装基板設計用 CADでは，設計効率や設計品質の低下を
招いている。また設計から製造までの全体を考えた場合，
従来の基板設計－製造データフローの延長線上の方法では，
効率や品質の面で十分ではない。
　本稿では，現状の問題を解決すべく，われわれが開発を
行っている部品内蔵基板向けの設計システムを紹介する。

2. 開発の背景

　部品内蔵基板設計では CADの性能も含めいくつかの課
題があり，効率や品質の面で問題を抱えている。ここでは
本製品の開発の背景となった課題内容を紹介する。
　まず，3次元構造基板を 2次元情報ベースの CADで設計
しなくてはならない点が課題として挙げられる。表面実装
基板では層毎の平面情報と，層間の接続関係があれば設計
データとして成り立っていたため，従来の基板設計用 CAD
は 2次元情報をベースにしていた。これに対し部品内蔵基
板は複雑な 3次元構造を持っているため，フロアプランや
DRC（デザインルールチェック），製造データ作成などの
設計の各工程で，設計者は 2次元情報を元に，3次元情報
を自力で構築しなければならない。これらの作業は膨大な
時間を必要とし，また人為ミスによる手戻りを引き起こす
原因となっている（図 1）。
　次に，実装，製造，検査といった他工程との連携が十分
ではない点が課題として挙げられる。3次元部品位置情報
や検査データ 1)などについて，表面実装基板とは異なる情
報が部品内蔵基板では必要になってくるが，CADより出力
可能な従来の製造用データフォーマットではこれらの情報
を保持することができない。この結果，人手作成による
ローカルなフォーマットで多くの情報がやり取りされるこ
ととなり，データ再入力作業や不正確な情報伝達を引き起

こす。また，パターンやドリル，ネットといった情報がそ
れぞれ分解されたデータとなり，受取側でのデータ再構築
作業も必要となる（図 2）。
　最後に，製造上の問題への対応が十分でない点が課題とし
て挙げられる。複雑な製造プロセス，電気検査の困難さ 1)，
基板の熱変形 2)，部品の特性変化 3)など，さまざまな部品
内蔵基板特有の製造上の問題が報告がされている。しか
し，これらに対して設計段階で十分に考慮が行えず，効果
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図 1.　3次元構造基板設計の問題点

図 2.　従来設計－製造データフロー


